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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
____________

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES –

Partie 10: Chocs mécaniques

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60749-10 a été établie par le comité d'études 47 de la CEI:
Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47/1598/FDIS 47/1613/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative aux chocs, est le résultat de la
réécriture complète de l’essai contenu dans l'article 4 du chapitre 2 de la CEI 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A
cette date, la publication sera
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.

Le contenu du corrigendum d’août 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
____________

SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –

Part 10: Mechanical shock

FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising

all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4)  In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5)  The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6)  Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60749-10 has been prepared by IEC technical committee 47:
Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47/1598/FDIS 47/1613/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This mechanical and climatic test method, as it relates to mechanical shock, is a complete
rewrite of the test contained in clause 4, chapter 2 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

• reconfirmed;
• withdrawn;
• replaced by a revised edition, or
• amended.
The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS �
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES ET CLIMATIQUES �

Partie 10: Chocs mécaniques

1 Domaine d�application

La présente partie de la CEI 60749 décrit un essai aux chocs destiné à déterminer la bonne
adaptation des éléments des composants à une utilisation dans des équipements électroniques
qui peuvent être soumis à des chocs d�une sévérité modérée à la suite de l�application
soudaine de forces ou de brusques modifications de déplacements au cours de manipulations
brutales, du transport ou du fonctionnement sur le terrain. Des chocs de ce type peuvent
perturber les caractéristiques de fonctionnement, en particulier si les impulsions de choc sont
répétitives. Il s�agit d�un essai destructif. Il est normalement applicable aux boîtiers de type à
cavité interne.

Cet essai aux chocs est, en général, conforme à la CEI 60068-2-27, mais en raison d'exigences
spécifiques aux semiconducteurs, les articles de la présente norme s'appliquent.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60068-2-27:1987, Essais d'environnement � Deuxième partie: Essais � Essai Ea et
guide: Chocs

3 Appareillage d�essai

La machine d�essai aux chocs doit être capable de fournir des impulsions de chocs de
5 000 m/s2 et 15 000 m/s2 (crête) avec une durée d�impulsion comprise entre 0,5 ms et
1,0 ms appliquée au corps du dispositif. L�impulsion d�accélération telle qu�elle est déterminée
à partir de la sortie non filtrée d�un transducteur, avec une fréquence naturelle supérieure ou
égale à cinq fois la fréquence de l�impulsion de choc à établir, doit avoir une forme semi-
sinusoïdale avec une distorsion admissible inférieure à ±20 % de l�accélération de crête
spécifiée. La durée de l�impulsion doit être mesurée entre les points à 10 % de l�accélération
de crête pendant le temps de montée et 10 % de l�accélération de crête pendant le temps de
descente. Les tolérances absolues de la durée d�impulsion doivent être égales à ±30 % de la
durée spécifiée.

4 Procédure

La machine d�essai aux chocs doit être montée sur une table de laboratoire robuste ou sur un
support équivalent et mise à niveau avant utilisation. Le dispositif doit être monté de manière
rigide ou être retenu par son boîtier avec une protection appropriée des connexions. Des
moyens pour empêcher la répétition du choc par "retour" dans l�appareillage peuvent être
prévus. Sauf spécification contraire, le dispositif doit être soumis à cinq chocs du niveau de
crête (g) spécifié dans la condition d�essai choisie et pendant la durée d�impulsion spécifiée
dans chaque orientation X1, X2, Y1, Y2, Z1 et Z2. Une orientation exigée (Y1) doit être définie
comme celle dans laquelle le ou les éléments internes tendent à être détachés de leur
support. Sauf spécification contraire, la condition B doit s�appliquer.
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SEMICONDUCTOR DEVICES �
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS �

Part 10: Mechanical shock

1 Scope

This part of IEC 60749 describes a shock test intended to determine the suitability of
component parts for use in electronic equipment which may be subjected to moderately
severe shocks as a result of suddenly applied forces or abrupt changes in motion produced by
rough handling, transportation, or field operation. Shock of this type may disturb operating
characteristics, particularly if the shock pulses are repetitive. This is a destructive test. It is
normally applicable to cavity-type packages.

In general, this mechanical shock test is in conformity with IEC 60068-2-27 but, due to
specific requirements of semiconductors, the clauses of this standard apply.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing. Part 2: Tests � Test Ea and guidance: Shock

3 Test apparatus

The shock testing apparatus shall be capable of providing shock pulses of 5 000 m/s2 and
15 000 m/s2 (peak) with a pulse duration between 0,5 ms and 1,0 ms to the body of the
device. The acceleration pulse as determined from the unfiltered output of a transducer with
natural frequency greater than or equal to five times the frequency of the shock pulse being
established shall be a half-sine waveform with an allowable distortion not greater than ±20 %
of the specified peak acceleration. The pulse duration shall be measured between the points
at 10 % of the peak acceleration during rise time and 10 % of the peak acceleration during
decay time. Absolute tolerances of the pulse duration shall be ±30 % of the specified duration.

4 Procedure

The shock testing apparatus shall be mounted on a sturdy laboratory table or equivalent base
and levelled before use. The device shall be rigidly mounted or restrained by its case with
suitable protection for the leads. Means may be provided to prevent the shock from being
repeated due to "bounce" in the apparatus. Unless otherwise specified, the device shall be
subject to five shock pulses of the peak level (g) specified in the selected test condition and
for the pulse duration specified in each of the orientations X1, X2, Y1, Y2, Z1, and Z2. One
required orientation (Y1) shall be defined as that one in which the internal element(s) tends to
be removed from its mount. Unless otherwise specified, test condition B shall apply.




